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(57) Abstract: The invention relates to a system (10) for connecting electronic assemblies (12), more particularly a soldering and/
or sintering system (10a), comprising a transport device for transporting the electronic assemblies (12) through the system (1) and
a plurality of modules (16) for interconnecting the electronic assemblies (12), which modules can be separated gas-tight, wherein at
least one module (16) is a soldering and/or sintering module (18) and one module (16) is a cooling module (20). The invention is
characterized in that an additional module (16) is disposed between the soldering or sintering module (18) and the cooling module (20),
which additional module is a soft cool-down module (22) for cool-down between a process temperature of the soldering or sintering
module (18) and an intermediate temperature, more particularly below a solder solidification temperature. In a secondary aspect it is
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proposed that, in one module (16), which more particularly is a soldering or sintering module (18), at least one heat source (50) for
heating the electronic assemblies (12) and at least one cooling trap (46) are disposed in a process chamber (52) which can be closed gas-
tight, more particularly in the soft cool-down module (22), which heat source can be brought into contact with the electronic assemblies
and which cooling trap has, during operation, a surface temperature lower than an operating temperature of the heat source (50).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anlage (10) zum Verbinden von elektronischen Baugruppen (12), insbesondere
eine Lot- und/oder Sinteranlage (10a), mit einer Transportvorrichtung zum Transport der elektronischen Baugruppen (12) durch die
Anlage (10), umfassend mehrere, gasdicht abtrennbare Module (16) zum Verbinden der elektronischen Baugruppen (12) miteinander,
wobei zumindest ein Modul (16) als Lét- und/oder Sintermodul (18) und ein Modul (16) als Kiithlmodul (20) ausgebildet ist. Die Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Lo6t- oder Sintermodul (18) und dem Kithimodul (20) ein weiteres Modul
(16) angeordnet ist, das als Softabkiihlmodul (22), zur Abkiihlung zwischen einer Prozesstemperatur des Lét- oder Sintermoduls (18)
und einer Zwischentemperatur, insbesondere unter einer Loterstarrungstemperatur, ausgebildet ist. In einem Nebenaspekt wird vorge-
schlagen, dass in einem Modul (16), das insbesondere als Lot- oder Sintermodul (18) ausgebildet ist, in einer gasdicht verschliefbaren
Prozesskammer (52), insbesondere in dem Softabkiihlmodul (22) zumindest eine mit den elektronischen Baugruppen (12) kontaktier-
bare Wirmequelle (50) zum Erwérmen der elektronischen Baugruppen (12) und wenigstens eine Kiihlfalle (46) angeordnet ist, die im
Betrieb eine Oberflichentemperatur aufweist, die niedriger als eine Betriebstemperatur der Warmequelle (50) ist.



